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ne Leiterplatte (110, 112) angeordnet ist, wobei auf der Lei-
terplatte (110, 112) mindestens ein elektronisches Bauele-
ment (150, 160, 162, 164, 192, 194) angeordnet ist, wobei
das elektronische Steuergerat (10) Mittel zum Abschirmen
von elektrischen und/oder magnetischen Feldern aufweist,
wobei die Mittel zum Abschirmen von elektrischen und/oder
magnetischen Feldern mindestens ein elektrisch leitendes
Abschirmelement (170, 176, 178, 270, 278, 300, 310, 320)
umfassen, das so angeordnet ist, dass zumindest das elek-
trisch leitende Abschirmelement (170, 176, 178, 270, 278,
300, 310, 320) und die Leiterplatte (110, 112) einen fara-
dayschen Kéfig fir mindestens ein zugeordnetes elektroni-
sches Bauelement (160, 162, 164, 192, 194) ausbilden, wo-
bei das elektrisch leitende Abschirmelement (176, 178, 278)
mit Massepotential verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

mindestens ein elektronisches Bauelement (164, 192, 292)
mit seiner Rlickseite, die insbesondere eine Riickseitenme-
tallisierung (168, 268) aufweist, in leitendem Kontakt...
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Beschreibung
Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Steuergerat nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Derartige Gera-
te sind in vielfaltigen Ausgestaltungen und fur unter-
schiedliche Anwendungszwecke bekannt. Beim Ein-
satz derartiger Steuergerate tritt in vielen Bereichen
das Problem der Abschirmung von elektrischen und/
oder magnetischen Feldern auf. Dabei ist es erfor-
derlich, die elektronische Schaltung, Teile davon oder
auch nur einzelne Bauelemente, vor elektrischen
und/oder magnetischen Stéreinstrahlungen zu schut-
zen. Genauso kann es notwendig sein, die in einer
elektronischen Schaltung entstehenden Stdrstrah-
lungen nicht nach auBen gelangen zu lassen. Wei-
terhin kann es auch erforderlich sein, stéreinstrahl-
empfindliche Bauelemente der Schaltung vor der Ab-
strahlung von stérabstrahlenden Bauelementen die-
ser Schaltung zu schitzen. Insbesondere Steuerge-
rate in Kraftfahrzeugen missen daher im Hinblick auf
ihre elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) ver-
bessert und optimiert werden.

[0002] Aus der DE 43 17 469 A1 ist ein Steuerge-
rat bekannt, bei dem einzelne Schaltungsbauelemen-
te oder die gesamte Schaltung mit einer geschlos-
senen Abschirmbox abgedeckt werden. Eine derar-
tige Abschirmung ist jedoch sehr aufwéndig und be-
ansprucht gro3e Volumina innerhalb des Steuerge-
rates.

[0003] Aus der EP 0866648 B1 ist ein Steuergerat
bekannt, bei dem elektronische Bauelemente unter
einer Abdeckung angeordnet sind. Die Abdeckung
ist als Abschirmelement gegen elektromagnetische
Strahlung ausgebildet, und weist eine Anbindung an
ein Massepotential auf.

[0004] Aus der US 7082033 B1 ist ferner eine Ab-
deckung fir ein elektronisches Bauteil bekannt, die
als Kihlkérper ausgebildet ist. Zwischen der Rick-
seite des Bauelements und der Abdeckung ist eine
Schicht Warmeleitpaste angeordnet, durch die der
thermische Kontakt hergestellt wird.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Bei dem erfindungsgemalien Steuergerat
wird das Problem der Abschirmung von elektrischen
und/oder magnetischen Feldern durch den Einsatz
eines oder mehrerer elektrisch leitender Abschirm-
elemente geldst, die jeweils zusammen mit der Leiter-
platte und eventuell weiterer Bauteile einen faraday-
schen Kafig um die gesamte Schaltung, Gruppen von
Bauelementen, oder einzelne Bauelemente bilden.
Unter einem faradayschen Kafig versteht man im All-
gemeinen eine allseitig geschlossene oder mit Off-
nungen versehene Hille aus einem elektrischen Lei-

ter, deren Innenraum dadurch bei tiefen Frequenzen
von auleren elektrischen Feldern oder elektroma-
gnetischen Wellen abgeschirmtist. Ein erfindungsge-
males elektrisch leitendes Abschirmelement ist dazu
beispielsweise aus Blech oder einem Drahtgeflecht
hergestellt. Ein solches elektrisch leitendes Abschir-
melement ist einfach und kostengtinstig in der Her-
stellung und Montage und beansprucht wenig Platz
innerhalb des Gehduses. Somit wird ein kleiner und
kompakter Aufbau mdéglich.

[0006] Bevorzugt ist das elektrisch leitende Abschir-
melement als elektrisch leitendes Blechteil, insbe-
sondere als Tiefziehteil, ausgebildet und besitzt bei-
spielsweise eine hauben- oder topfartige Form. Es
wird bevorzugt auf einem Metallrahmen befestigt, der
auf der Leiterplatte angeordnet ist und die Bauele-
mente oder Bauelementgruppen umgibt, die von dem
elektrisch leitenden Blechteil abgeschirmt werden.

[0007] Erfindungsgeman erfiillt das elektrisch leiten-
de Abschirmelement zuséatzlich zu seiner abschir-
menden Wirkung noch andere Funktionen. Zum Bei-
spiel kann das elektrisch leitende Abschirmelement
zur Entwadrmung von Leistungsbauelementen oder
zur Bereitstellung von Massepotential dienen. In ei-
ner besonders bevorzugten Ausflhrung erfillt das
elektrisch leitende Abschirmelement mehrere dieser
Funktionen.

[0008] In aktuellen Schaltungen fur Steuergerate
kommen Bauelemente in der sogenannten Wafer-
Level-Package Bauweise oder FlipChip Bauweise
zum Einsatz. Um Fehlfunktionen dieser Bauelemen-
te durch parasitare Substratstrome zu vermeiden,
sollte an der Ruckseite des jeweilige Bauelements
Massepotential anliegen, um Potentialverschiebun-
gen innerhalb des Bauelements zu minimieren. Um
die Anbindung an Massepotential zu erleichtern kén-
nen derartige Bauelemente auf ihrer Rickseite ei-
ne metallisierte Schicht aufweisen. Durch die erfin-
dungsgemalie Anbindung des elektrisch leitenden
Abschirmelements, zum einen an diese Rickseiten-
metallisierung des Bauelements und zum anderen an
Massepotential, beispielsweise durch entsprechen-
de Kontakte auf der Leiterplatte, kann die Massean-
bindung des Wafer-Level-Package Bauelements ein-
fach und ohne zusétzlichen Aufwand sichergestellt
werden. Wenn das Bauelement keine Rickseiten-
metallisierung aufweist, kann durch eine maoglichst
grofl¥flachige Anbindung der Rickseite des Bauteils
an das elektrisch leitende Abschirmelement trotzdem
der Massekontakt hergestellt werden.

[0009] Ein weiteres Problem, gerade bei einer klei-
nen, kompakten Bauweise, ist die Entwarmung von
Leistungsbauelementen. Das elektrisch leitende Ab-
schirmelement ist deshalb vorzugsweise so geformt,
dass es in thermischem Kontakt zu mindestens ei-
nem Leistungsbauelement und in thermischem Kon-
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takt zu dem umgebenden Gehduse oder zu an dem
Gehdause angebrachten Kihlvorrichtungen steht. Da-
zu liegt das elektrisch leitende Abschirmelement vor-
zugsweise am Gehduse an und weist ferner Vertie-
fungen oder Erhéhungen auf, die in ihrer Position mit
der Position eines oder mehrerer Leistungsbauele-
mente korrespondieren und an die Leistungsbauele-
mente gedrickt werden. Die Warme wird von dem
elektrisch leitenden Abschirmelement an das Gehgu-
se abgeleitet. Auf diese Weise sind keine zusatz-
lichen Kihlelemente oder Warmeflihrungselemente
auf der Leiterplatte notig.

[0010] Um eine moglichst wirkungsvolle Warmeab-
leitung zu erreichen, sind die Kontaktflichen zwi-
schen dem elektrisch leitenden Abschirmelement
und dem zugeordneten Leistungsbauelement und
zwischen dem elektrisch leitenden Abschirmelement
und dem Gehéduse so grof3 wie mdglich ausgebil-
det. Eine derartige Kihlung ist besonders dann sehr
wirkungsvoll, wenn wenigstens ein Leistungsbauele-
ment in der sogenannten Slug-up Bauweise vor-
liegt. Ein derartiges Bauelement besitzt auf seiner
der Leiterplatte abgewandten Seite ein Metallele-
ment, das die Warme aus dem Inneren des Bauele-
ments an dessen Oberflache ableitet, wo sie von dem
elektrisch leitenden Abschirmelement aufgenommen
wird. Dazu besteht das elektrisch leitende Abschirm-
element vorzugsweise aus einem Material, das zu-
satzlich zu seiner elektrischen Leitfahigkeit auch eine
hohe Warmekapazitat und eine hohe Wéarmeleitfahig-
keit besitzt. Geeignete Materialien sind beispielswei-
se Kupfer oder Aluminium.

[0011] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprichen und der Beschreibung.

Zeichnungen

[0012] Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch ein Steuerge-
rat nach einem ersten Ausfuhrungsbeispiel der Erfin-
dung.

[0013] Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch ein Steuerge-
rat nach einem zweiten Ausfihrungsbeispiel der Er-
findung.

[0014] Fig. 3a—c zeigen jeweils Schnitt und Drauf-
sicht von Ausfiihrungsbeispielen fiir elektrisch leiten-
de Abschirmelemente.

[0015] Fig. 4 zeigt ein Detail aus Fig. 1.

[0016] In Fig. 1 ist ein Gehause 100 fiir ein Steuer-
gerat 10 dargestellt, das in diesem Beispiel aus Me-
tall besteht. Das Gehause 100 ist durch mindestens
einen nicht dargestellten Deckel oder Stecker in sich
abgeschlossen. Im Gehause 100 ist eine Leiterplat-
te 110 angeordnet. Die Leiterplatte 110 ist in diesem
Ausfiihrungsbeispiel beidseitig mit elektrischen und/

oder elektronischen Bauelementen bestiickt. Hierbei
kann es sich beispielsweise um passive Bauelemen-
te, wie den Kondensator 130 oder Widerstande 140,
142, oder um aktive Bauelemente, beispielsweise
die Leistungsbauelemente 150, 160, 162, 164, 192,
194 handeln. Die Bauelemente sind beispielsweise
durch seitliche Anschlisse 135 oder durch Lotkugeln
154 mit den auf der Leiterplatte verlaufenden, in der
Zeichnung nicht sichtbaren Leiterbahnen kontaktiert,
oder werden, wie am Beispiel des Kondensators 130,
Uber nicht dargestellte Durchkontaktierungen mit der
Leiterplatte verbunden.

[0017] Auf der Oberseite der Leiterplatte sind ein
Kondensator 130, Widerstande 140, sowie Leis-
tungsbauelemente 150 angeordnet. Die Leistungs-
bauelemente 150 weisen nur eine geringe Leistung
und darum auch nur eine geringe Warmeentwicklung
auf. Auf der Oberseite der Leiterplatte 110 ist ferner
ein Bauelement 164 angeordnet, das in Wafer-Level-
Package Bauweise aufgebaut ist und das in Fig. 4
naher beschrieben wird.

[0018] Fig. 4 stellt das elektronische Bauelement
164, das in Wafer-Level-Package Bauweise aufge-
baut ist, im Detail dar. Das zentrale Element des Bau-
elements 164 ist der Chip 460. Zur Kontaktierung
nach auflen sind Lotkugeln 430 auf der der Leiter-
platte zugewandten Oberflache des Chips angeord-
net, die Uber eine Kontaktschicht 440 mit Anschluss-
stellen 410 auf dem Chip 460 leitend verbunden sind.
Zur elektrischen Isolation der Kontaktschicht 440 ist
eine Polymerlage 450 auf der Kontaktschicht 440 an-
geordnet. Die Rickseite des Chips 460 ist mit einer
metallischen Schicht 470 versehen, der sogenannten
Ruckseitenmetallisierung. Fur die Funktionalitdt des
Bauelements 164 kann es notwendig sein, dass die
Ruckseitenmetallisierung auf Massepotential liegt, da
ansonsten parasitare Stréme im Substrat des Chips
460 zu einer Fehlfunktion der Schaltung fihren kon-
nen.

[0019] Auf der Unterseite der Leiterplatte 110 sind
ebenfalls verschiedene elektrische und/oder elektro-
nische Bauelemente 142, 160, 162, 190 angeord-
net. Bei den Bauelementen 160, 162, 192 und 194
handelt es sich um Leistungsbauelemente mit hoher
Leistung und entsprechend hoher Warmeentwick-
lung. Das Leistungsbauelement 160 ist in diesem Bei-
spiel in sogenannter Slug-up Bauweise aufgebaut.
Es weist ein Metallplattchen 161, einen sogenann-
ten Heat-Slug, an seiner der Leiterplatte 110 abge-
wandten Seite auf. Dieser Heat-Slug dient zur Ablei-
tung von Warme aus dem Inneren des Leistungsbau-
elements 160 an dessen Oberflache. Die Leistungs-
bauelemente 160 und 162 sowie passive Bauelement
142 bilden eine Gruppe von Bauelementen aus. Die-
se Gruppe muss in diesem Beispiel vor elektrischen
und/oder magnetischen Storfeldern abgeschirmt wer-
den.
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[0020] Ebenfalls auf der Unterseite der Leiterplat-
te 110 ist ein sogenanntes Modul 190, auch Multi-
Chip Module (MCM) genannt, angeordnet. Unter ei-
nem derartigen Modul versteht man im Allgemeinen
eine kleine, mit Bauelementen bestlckte Leiterplat-
te, die beispielsweise auf einer gréReren Leiterplat-
te angeordnet und Uber Lotkugeln mit dieser kontak-
tiert sein kann. In dem vorliegenden Beispiel besteht
das Modul 190 aus einer Leiterplatte 112, die kleiner
und didnner ausgebildet ist als die Leiterplatte 110,
und auf der zwei Leistungsbauelemente 192 und 194
angeordnet sind. Die Leistungsbauelemente 192 und
194 sind in Wafer-Level-Package Bauweise aufge-
baut. Das Modul 190 ist Gber Lotkugeln 154 mit der
Leiterplatte 110 kontaktiert.

[0021] Auf der Unterseite der Leiterplatte 110 ist ein
Metallrahmen 180 angeordnet, der die Bauelemen-
tegruppe bestehend aus den Leistungsbauelemen-
ten 160 und 162 und dem passiven Bauelement 142
umgibt. An dem Metallrahmen 180 ist ein elektrisch
leitendes Blechteil 170 mittels einer Klipsverbindung
188 befestigt. Dabei weist der Metallrahmen oder das
elektrisch leitende Blechteil 170 eine umlaufende Nut
aufin die ein an dem jeweils anderen Teil angebrach-
ter Fortsatz nach Art einer Nut-Feder Verbindung ein-
greift und so das elektrisch leitende Blechteil 170 auf
dem Metallrahmen 180 fixiert wird.

[0022] Der Metallrahmen 180, das elektrisch lei-
tende Blechteil 170 und die Leiterplatte 110 bil-
den zusammen einen faradayschen Kafig fir die
Bauelemente 160, 162 und 142, wodurch sich ei-
ne wirkungsvolle Abschirmung von elektrischen und/
oder magnetischen Storfeldern fiir diese Bauelemen-
te 160, 162 und 142 ergibt. Das elektrisch leitende
Blechteil 170 dient damit als Abschirmelement Alter-
nativ zu einer Klipsverbindung kann die Verbindung
zwischen dem Metallrahmen 180 und dem elektrisch
leitenden Blechteil 170 beispielsweise auch durch
Schweillen oder Loten hergestellt werden.

[0023] Um zusatzlich eine zuverldssige und platz-
sparende Entwarmung der Leistungsbauelemente
160 und 162 zu erreichen, sind an dem elektrisch lei-
tenden Blechteil 170 Bereiche 174 ausgebildet, die in
thermischem Kontakt mit den Leistungsbauelemen-
ten 160, 162 stehen, sowie Bereiche 172, die in ther-
mischem Kontakt mit dem Gehause 100 stehen. In
den Leistungsbauelementen 160 entstehende War-
me wird damit von dem elektrisch leitenden Blechteil
170 aufgenommen, verteilt und an das Gehause 100
abgeleitet. Das elektrisch leitende Blechteil 170 ist
dazu als Tiefziehteil ausgebildet, das flachige Berei-
che 172 aufweist, die am Gehause 100 anliegen. Kor-
respondierend zu den Positionen der Leistungsbau-
elemente 160 und 162 sind Vertiefungen 174 in dem
elektrisch leitenden Blechteil 170 angeordnet. Diese
sind ebenfalls flachig ausgebildet und liegen an den

Oberflachen der Leistungsbauelemente 160 und 162
an.

[0024] Auf der Oberseite der Leiterplatte 110 ist ein
elektrisch leitender Metallrahmen 184 angeordnet,
der das Bauelement 164 umgibt. Auf dem Metallrah-
men 184 ist ein elektrisch leitendes Blechteil 176 be-
festigt. Die Befestigung erfolgt tiber eine Klipsverbin-
dung 188 und ist somit elektrisch leitend. Alternativ zu
einer Klipsverbindung kann die Verbindung zwischen
dem Metallrahmen 184 und dem elektrisch leiten-
den Blechteil 176 beispielsweise auch durch Schwei-
Ren oder Loten hergestellt werden. Der Metallrah-
men 184, das elektrisch leitende Blechteil 176 und
die Leiterplatte 110 bilden zusammen einen faraday-
schen Kafig fir das Bauelement 164, wodurch sich ei-
ne wirkungsvolle Abschirmung von elektrischen und/
oder magnetischen Stérfeldern ergibt. Das elektrisch
leitende Blechteil 176 dient damit als Abschirmele-
ment. Das Bauelement 164 ist in Wafer-Level-Pa-
ckage Bauweise aufgebaut und besitzt an seiner der
Leiterplatte 110 abgewandten Seite eine Riickseiten-
metallisierung 168. Die Rickseitenmetallisierung 168
befindet sich in leitendem elektrischen Kontakt mit
dem elektrisch leitenden Blechteil 176. Der Metall-
rahmen 184 und damit auch das elektrisch leitende
Blechteil 176 sind mit Massepotential verbunden. So-
mit liegt auch die Rickseitenmetallisierung 168 des
Bauelements 164 auf Massepotential, wodurch uner-
wilnschte Potentialverschiebungen im Substrat des
Bauelements 164 minimiert werden. Da das elek-
trisch leitende Blechteil 176 nicht in thermischem
Kontakt mit dem Gehause 100 steht, erfolgt in diesem
Fall keine Ableitung von Warme aus dem Bauelement
164 zum Gehause.

[0025] Aufder Leiterplatte 112 an der Unterseite der
Leiterplatte 110 ist ebenfalls ein leitender Metallrah-
men 182 angeordnet. Ein elektrisch leitendes Blech-
teil 178 ist auf dem Metallrahmen 182 mittels ei-
ner Klipsverbindung 188 befestigt. Alternativ zu ei-
ner Klipsverbindung kann die Verbindung zwischen
dem Metallrahmen 182 und dem elektrisch leiten-
den Blechteil 178 beispielsweise auch durch Schwei-
Ren oder Léten hergestellt werden. Der Metallrahmen
182, das elektrisch leitende Blechteil 178 und die klei-
ne Leiterplatte 112 bilden zusammen einen faraday-
schen Kaéfig fir die Bauelemente 192 und 194, wo-
durch sich eine wirkungsvolle Abschirmung von elek-
trischen und/oder magnetischen Storfeldern fir diese
Bauelemente ergibt. Das elektrisch leitende Blechteil
178 dient damit als Abschirmelement. Der Metallrah-
men 182 ist Uber die kleine Leiterplatte 112 mit Mas-
sepotential verbunden. Das elektrisch leitende Blech-
teil 178 ist so geformt, dass es in seinem mittleren
Bereich an den beiden Bauelementen 192 und 194
anliegt und damit sowohl den Massekontakt fir die
Rickseitenmetallisierung 168 des Bauelements 192
herstellt, als auch im thermischen Kontakt mit beiden
Bauelementen 192 und 194 steht. In seinem Randbe-
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reich ist das elektrisch leitende Blechteil 178 im Quer-
schnitt etwa V-formig ausgebildet und steht in thermi-
schem Kontakt mit dem Gehause 100. In den Leis-
tungsbauelementen 192 und 194 entstehende War-
me wird damit von dem elektrisch leitenden Blech-
teil 178 aufgenommen, in dem elektrisch leitenden
Blechteil 178 verteilt und an das Gehause 100 abge-
leitet. Damit kombiniert das elektrisch leitende Blech-
teil 178 die Funktionen der Abschirmung von elektri-
schen und/oder magnetischen Feldern, der Entwar-
mung von Leistungsbauelementen und der Masse-
kontaktierung einer Rickseitenmetallisierung.

[0026] In Fig. 2 ist ein zweites Ausfiihrungsbeispiel
der Erfindung dargestellt. Der Aufbau entspricht im
Wesentlichen dem Beispiel aus Fig. 1. Gleiche Bau-
teile sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Das Gehause 200 besteht in diesem Beispiel aus
Kunststoff. Es weist an seiner Unterseite eine Off-
nung 215 auf, die von einem metallischen Kuhlkor-
per 210 abgedeckt ist. Der Kiihlkérper 210 bildet in
bekannter Weise Kihlrippen 213 aus. Um eine ef-
fektive Kiihlung der im Gehause 200 angeordneten
Leistungsbauelemente mit hoher Leistung 160 und
162 zu erzielen, ist die Offnung 215 und damit auch
der Kihlkérper 210 in unmittelbarer Umgebung die-
ser Leistungsbauelemente 160 und 162 angeordnet.

[0027] Im Unterschied zur Fig. 1 erfolgt die Entwar-
mung der Leistungsbauelemente 160 und 162 Uber
ein elektrisch leitendes Blechteil 270, das in thermi-
schem Kontakt zu den Leistungsbauelementen 160
und 162 steht und in thermischem Kontakt mit dem
Kihlkorper 210 steht. Das elektrisch leitende Blech-
teil 270 ist dazu als Tiefziehteil ausgebildet, das fla-
chige Bereiche 274 aufweist, die an den Leistungs-
bauelementen 160 und 162 anliegen. Korrespondie-
rend zu der Position des Kihlkorpers ist eine Erho-
hung 272 an dem elektrisch leitenden Blechteil 270
angeordnet. Diese ist ebenfalls flachig ausgebildet
und liegt an dem Kihlkérper 210 an.

[0028] In dem Gehause 200 ist, ahnlich zur Fig. 1,
ein Modul 290 angeordnet. Das Modul besteht aus
einer Leiterplatte 212 auf der zwei Leistungsbauele-
mente 290 und 292 angeordnet sind. Auf der Leiter-
platte 212 ist ein leitender Metallrahmen 282 ange-
ordnet. Ein elektrisch leitendes Blechteil 278 ist auf
dem Metallrahmen 282 befestigt. Der Metallrahmen
282, das elektrisch leitende Blechteil 278 und die klei-
ne Leiterplatte 212 bilden zusammen einen faraday-
schen Kéifig fiir die Bauelemente 290 und 292 aus.
Der Metallrahmen 282 ist ferner Uber die Leiterplatte
212 mit Massepotential verbunden. Das elektrisch lei-
tende Blechteil 278 liegt an den beiden Bauelemen-
ten 292 und 294 an und stellt damit den Massekon-
takt fur die Rickseitenmetallisierung 268 des Bau-
elements 292 her. Im Unterschied zur Fig. 1 handelt
es sich bei den Leistungsbauelementen 292 und 294
um Bauelemente mit geringer Leistung, so dass kei-

ne Entwarmung zu einem Kuhlkdrper Uber das elek-
trisch leitende Blechteil 278 notwendig ist. Es genuigt,
dass die Warme in das Innere des Gehauses 200 ab-
gegeben wird.

[0029] In Fig. 3 sind drei Ausfiihrungsbeispiele fur
erfindungsgemalie elektrisch leitende Abschirmele-
mente, die als Blechteile ausgefihrt sind, jeweils in
Draufsicht und im Querschnitt, dargestellt.

[0030] Fig. 3a zeigt ein sehr einfach aufgebautes
elektrisch leitendes Blechteil 300. Es ist im Wesentli-
chen topfférmig aufgebaut und besitzt einen flachen
Deckelbereich 302, sowie einen Randbereich 304,
der im Wesentlichen senkrecht zum Deckelbereich
ausgebildet ist und um den Deckelbereich 302 her-
um verlauft. Der Randbereich 304 weist einen umlau-
fenden Fortsatz 306 auf, der fur eine Klipsverbindung
genutzt werden kann.

[0031] Fig. 3b zeigt ein weiteres Beispiel fir ein elek-
trisch leitendes Blechteil 310. Es besitzt einen De-
ckelbereich 312, sowie einen umlaufenden senkrecht
zum Deckelbereich ausgebildeten Randbereich 314.
Der Randbereich 314 weist einen umlaufenden Fort-
satz 306 auf, der fiir eine Klipsverbindung genutzt
werden kann. Der Deckelbereich 312 ist strukturiert
und weist eine Vertiefung 316 auf. Diese Vertiefung
ist geeignet einen thermischen und/oder elektrisch
leitenden Kontakt zu einem oder mehreren darunter
angeordneten elektronischen Bauelementen herzu-
stellen.

[0032] Fig. 3c zeigt eine Weiterflihrung des Bei-
spiels aus Fig. 3b. Das dargestellte elektrisch lei-
tende Blechteil 320 besitzt einen Deckelbereich 322,
sowie einen umlaufenden senkrecht zum Deckelbe-
reich ausgebildeten Randbereich 324. Der Randbe-
reich 324 weist einen umlaufenden Fortsatz 306 auf,
der fir eine Klipsverbindung genutzt werden kann.
Der Deckelbereich 322 ist strukturiert und weist zwei
Vertiefungen 326 und 328 auf. Diese Vertiefung ist
geeignet einen thermischen und/oder leitenden Kon-
takt zu jeweils einem oder mehreren darunter ange-
ordneten elektronischen Bauelementen herzustellen.
Die Vertiefungen 326 und 328 sind unterschiedlich
tief und versetzt zueinander angeordnet Die jeweili-
ge Tiefe und Position ist der Bauhéhe und der Po-
sition der zugeordneten elektronischen Bauelemente
angepasst.

[0033] Die Vertiefungen in den Fig. 3b und Fig. 3c
sind mdglichst flachig ausgebildet um eine gro-
Re Kontaktflache zwischen dem elektrisch leitenden
Blechteil und darunter vorgesehen elektronischen
Bauelementen zu gewahrleisten. Die Vertiefungen
sind in den gezeigten Beispielen rechteckig ausgebil-
det, jedoch ist jede andere Form ebenfalls denkbar, z.
B. rund, elliptisch oder L-formig. Zusatzlich oder alter-
nativ ist es auch mdglich Erhéhungen statt Vertiefun-
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gen vorzusehen. Der thermische Kontakt kann durch
Beruhrung oder durch ein Warmeleitmedium, wie bei-
spielsweise eine Warmeleitpaste sichergestellt wer-
den.

Patentanspriiche

1. Elektronisches Steuergerat (10), bestehend aus
einem Gehause (100, 200), in dem mindestens eine
Leiterplatte (110, 112) angeordnet ist, wobei auf der
Leiterplatte (110, 112) mindestens ein elektronisches
Bauelement (150, 160, 162, 164, 192, 194) angeord-
net ist, wobei das elektronische Steuergerat (10) Mit-
tel zum Abschirmen von elektrischen und/oder ma-
gnetischen Feldern aufweist,
wobei die Mittel zum Abschirmen von elektrischen
und/oder magnetischen Feldern mindestens ein elek-
trisch leitendes Abschirmelement (170, 176, 178,
270, 278, 300, 310, 320) umfassen, das so angeord-
net ist, dass zumindest das elektrisch leitende Ab-
schirmelement (170, 176, 178, 270, 278, 300, 310,
320) und die Leiterplatte (110, 112) einen faraday-
schen Kafig fiir mindestens ein zugeordnetes elektro-
nisches Bauelement (160, 162, 164, 192, 194) ausbil-
den, wobei das elektrisch leitende Abschirmelement
(176, 178, 278) mit Massepotential verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein elektronisches Bauelement (164,
192, 292) mit seiner Riickseite, die insbesondere eine
Ruckseitenmetallisierung (168, 268) aufweist, in lei-
tendem Kontakt mit dem mindestens einen elektrisch
leitenden Abschirmelement (176, 178, 278) steht.

2. Elektronisches Steuergerat (10) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Leiterplatte
(110, 112) mindestens ein Metallrahmen (180, 182,
184) um mindestens ein elektronisches Bauelement
(160, 162, 164, 192, 194) angeordnet ist, an dem das
elektrisch leitende Abschirmelement (170, 176, 178,
270, 278) befestigt ist.

3. Elektronisches Steuergerat (10) nach einem der
vorangehenden Anspriiche 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens ein elektrisch leiten-
des Abschirmelement (170, 176, 178, 270, 278) mit-
tels einer Klipsverbindung (188) befestigt ist oder ver-
I6tet oder verschweilt ist.

4. Elektronisches Steuergerat (10) nach einem der
vorangehenden Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehause (200) eine Offnung (215)
aufweist, die von einem an dem Gehause angeord-
neten Kuhlkdrper (210) verschlossen wird.

5. Elektronisches Steuergerat (10) nach einem der
vorangehenden Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das elektrisch leitende Abschirmele-
ment (170, 270, 178) mindestens einen ersten Be-
reich (172, 272) aufweist, der in thermischem Kontakt
mit dem Gehause (100) oder einem an dem Gehau-

se angeordneten Kihlkdrper (210) steht, und mindes-
tens einen zweiten Bereich (174, 274) aufweist, der
in thermischen Kontakt zu mindestens einem zuge-
ordneten Leistungsbauelement (160, 162, 192, 194)
steht.

6. Elektronisches Steuergeréat (10) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Berei-
che (174, 274) als Vertiefungen (316, 326, 328) oder
Erhdéhungen ausgebildet sind, deren Positionen mit
den Positionen der ihnen zugeordneten Leistungs-
bauelementen (160, 162, 192, 194) auf der Leiterplat-
te korrespondieren.

7. Elektronisches Steuergerat (10) nach einem der
vorangehenden Anspriiche 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweiten Bereiche (174, 274)
mit den jeweiligen Bauhdhen der zugeordneten Leis-
tungsbauelemente (160, 162, 192, 194) korrespon-
dieren.

8. Elektronisches Steuergerat (10) nach einem der
vorangehenden Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein Leistungsbauelement
(160) ein Heat-Slug Element (161) auf seiner der Lei-
terplatte abgewandten Seite aufweist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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Fig. 3a
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Fig. 3b
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Fig. 3c
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Fig. 4
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